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摘要(译)

一种有机电激发光面板的制程及其封装制程，主要是由一印刷电路板、
一个或是多个有机电激发光面板以及多个凸块所构成。其中，有机电激
发光面板具有多个成阵列排列的聚合焊料接点。印刷电路板具有多个焊
垫，而焊垫上则配置有凸块。将一个或是多个有机电激发光面板配置于
印刷电路板上，藉由聚合焊料接点与凸块使得有机电激发光面板与印刷
电路板电性连接。此外，藉由聚合焊料接点的低回焊温度以及陶瓷印刷
电路板的良好散热特性，本发明提出一种适用于有机电激发光面板的低
温、低应力的封装制程。
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